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碱性清洁剂 KD-1121 

前   言 

         KD-1121 碱性清洁剂专门为除去铜表面油脂以及剥膜残留物而设计，能平整铜表面，使其在棕

化浴中得到良好的蚀刻处理，在低浓度环境下表现卓越。 

建   浴 

         纯   水         87%  （体积比） 

KD-1121         13% 

 1、垂直生产线（浸入）加入 3/4 槽体积水，加入所需量 KD-1121 清洁剂并加入水至槽体积，加

热至 35-50℃。体积比浓度为 13%，在浴中处理板的时间为 0.5-2 分钟。 

2、水平生产线（喷洒或冲刷）加入 3/4 槽体积水，开动过滤泵的同时，一边小心加入所需量的

KD-1121，然后加水至槽体积。加热至 35-50℃，处理时间为 30-90 秒。 

操作条件 

         浓    度      10~15%（体积比） 

温    度      35-50       ℃  

         时    间      30s-90s （0.5-2min 垂直）  

 过    滤      建议 

         槽体材质      由不锈钢、PVC、PP、Teflon 或钛制成 

         加 热 器      不锈钢、钛、Teflon  

槽液管理 

1、分析法 

           槽液强度标准为 13% 

每提升 1%，加入 KD-1121 10ml/L。 

2、槽次法 

           每公升建浴后新槽液处理 25 平方米后，整槽更换。 
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棕化剂 KD-1131/1141 
前    言  

KD-1131/1141 是一种以硫酸与 H2O2 为基液的表面处理液，用于内层铜表面处理，以提高树脂与

铜之间的粘合力可替代传统的黑化处理工艺。这种通过 KD-1131/1141 处理的铜面具有微粗化的

表面，是一种深棕色有机金属膜。这种深色棕化膜能防止铜表面的过度氧化与腐蚀，具有极好

的抗酸性，不用作进一步的处理。与传统的黑化相比较具有：产量高、成本低、工作温度低和

操作简单的特点，可以垂直和水平操作。 

另外，KD-1131/1141 具有如下特点： 

1、处理时间短； 

2、操作温度相当低（40℃）； 

3、具有良好的结合力（0.85-1.1kg/cm）； 

4、无粉红圈与契形缺口（破口）；   

5、在热循环处理后仍具有良好一致的粘合强度 

（6 小时的 100℃开水和 20 秒的 288℃的焊接粘性实验）； 

6、优良的抗酸性且不减小铜基板的厚度； 

7、单一化的处理程序及安全的操作性； 

8、减少废水处理成本； 

9、纯水水质要求：导电率≤20us/cm，cl-≤5ppm 

建   浴 
        1、预浸槽： 

           纯   水             97%   

KD-1131             3%        (2.5-3.5%) 

2、棕化槽 

           纯   水             70%   

KD-1141             25%       (24-26%) 

H2O2 为（50%）       2.5%       (2-3%) 

操作条件 
1、预浸槽 

KD-1131       3%        (2.5-3.5%) 

温    度      38        ( 35℃ -40 )℃  
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时    间      45 秒     （30-60 秒） 

槽体材质      聚乙烯，聚丙烯，CPVC 

加 热 器      铁氟龙、聚四氟乙烯涂层的加热器 

过 滤 机      每小时 6-8T.O 

搅    拌      机械摆动和充气搅拌 

        2、棕化槽 

 KD-1141             25%       (24-26%) 

H2SO4                5%       （4-6%） 

H2O2（50%）         2.5%       (2-3%) 

Cu2+                ≤30g/L 

温     度           38        (35℃ -40 )℃  

时    间            75 秒     （60-90 秒） 

槽体材质           聚乙烯，聚丙烯，CPVC 

加 热 器           铁氟龙、聚四氟乙烯涂层的加热器 

过 滤 机           每小时 6-8T.O 

搅    拌           机械摆动和充气搅拌 

槽液管理 

1、预浸槽：每公升建浴后新槽液处理 5 平方米后，整槽更换。  

        2、棕化槽 

           2.1 分析法：a、H2O2 浓度标准为 2.5%，每提升 0.1%加 H2O2（50%）1ml/L。    

                b、H2SO4 浓度标准为 5%，每提升 0.1%加 CP H2SO4 1ml/L。 

2.2 自动添加法 

          自动添加缸配槽比例：KD-1141      25% 

H2SO4       1-1.3% 

(50%) H2O2    3.5% 

2.3 槽次法：每公升建浴后新槽液处理 50 平方米或 Cu2+≥30g/L 时整槽更换。 

注：溶液可以使用到铜离子含量达到 30g/L 后再重新配制。或当铜离子的浓度到达 30g/L

时，倒出 50%的工作液到另外的溶器中，再配制 50%的新溶液进去，或用连续添加排放

的方法，溶液的铜离子含量在 25g/L，这两者可取其一。 
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膨松剂 KD-2022 
前    言 

KD-2022 膨松剂为一使用于除胶渣前之处理剂，可有效除去钻孔所产生的碎屑及污物，能膨松

及软化基材，以增进下一站高锰酸盐的咬蚀。 

建    浴 

        纯水         60%  （体积比） 

KD-2022      40%    (35-45) 

操作条件 

       温    度        70       ℃ （65-75℃） 

       时    间        6 分        (5-8 分) 

       搅    拌        摆动、振动 

       槽体材质        不锈钢 316，钛或铁氟龙 

       加 热 器        石英，钛或铁氟龙 

       循环过滤        需要 

槽液管理 

1.操作法 

     每处理 100 米平方,补充 KD-2022  5-8 升。 

       2.分析法 

         KD-2022 分析补加：每提高 1%,  需补加 KD-2022  10ml/L 

       3.槽次法 

   每升工作液处理 25-35m2 时请更新 
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除胶渣剂 KD-2032 
前    言 

除胶渣可有效去除钻孔后之胶渣及环氧树脂，使内层铜裸露出来，并使树脂表面形成蜂巢状的粗糙

外观，以利船锚效应，增进化学铜的附着力。 

建    浴 

   纯  水       90%        （体积比） 

KMnO4     55 克/升      (50-60) 

   NaOH       40 克/升      (35-45) 

100L 建浴时，将 50L 纯水放入槽中，NaOH： 4Kg 边搅拌边加入， KMnO4 ：5.5Kg 边搅拌边加入，再加入

纯水至 100L。 

 

操作条件 

   温    度      75       ℃ （70-80） 

   时    间      15 分       (12-18) 

   搅    拌      摆动及溶液循环或机械搅拌 

   槽体材质      不锈钢 316，钛或铁氟龙 

   加 热 器      石英，不锈钢或铁氟龙 

 

槽液管理 

1.操作法 

  每处理 100 平方米,补充 KMnO4 ： 1600 克，NaOH： 1000 克。 

 （无再生机时，需再生盐 KD-2032R 1600 克） 

2.槽次法 

每 1-2 月应该切底清洗槽壁及附件一次.  新建浴槽液每升工作液处理 120~150m2时更新。 
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中和剂 KD-2042 

前  言 

KD-2042 为强还原剂，可还原前制程的七价锰，六价锰及二氧化锰为可溶性二价锰离子，并中和

碱性残留液. 

建  浴 

     纯水      85%      （体积比） 

KD-2042    10%      （8-12） 

H2SO4      5％      （4-6） 

100L 建浴时，将 80L 纯水放入槽中，加入 KD-2042：10L 搅拌至溶解，加入硫酸 5L，加水至 100L。注：

按 10%配槽时有少许沉淀，但此现象属于正常 

操作条件 

 温  度      40       ℃ （35-45） 

     时  间      5 分        (4-6) 

搅  拌      摆动搅拌 

     槽体材质    PP，不锈钢 316，钛或铁氟龙 

     加 热 器     石英，不锈钢或铁氟龙 

槽液管理 

1.操作法 

  每处理 100 米平方,补充 KD-2042  2 L 及硫酸 1L。 

2.分析法 

  当量标准 1.9N（1.5-2.25） 

每提高 0.1N，加硫酸（50%）7.4 毫升/升。 

3.槽次法 

新建浴槽液每升处理 10-15m2 时更新。 
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平整剂 KD-2051 
前    言 

KD-2051 平整剂是将传统的清洁与高速调整步骤结合为一之前处理程序。可将铜表面的氧化皮膜

及污垢去除，并调整穿孔内壁的电荷，使化铜析覆完全。 

建   浴 

       纯   水       90%  （体积比） 

KD-2051       10% 

操作条件 

       温    度      55       ℃ （50-60） 

       时    间      5 分       (4-7) 

       搅    拌      摆动搅拌 

       槽体材质      PP，不锈钢 316，钛或铁氟龙 

       加 热 器      石英，不锈钢或铁氟龙 

槽液管理 

1.操作法 

     每处理 100 平方米,补充 KD-2051：1000 毫升。 

 2.分析法 

         槽液碱当量标准 0.15-0.25N 

         每提升 0.01N，加 KD-2051：5 毫升/升 

3.槽次法 

每升新槽液处理 30-40m2 时，铜含量超过 1.5 克/升 

后即予更新，否则将严重影响背光。 
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P.I.调整剂 KD-2052 
  前    言 

KD-2052 调整剂调制聚酰亚胺表面适合于催化剂的吸附和促进化学铜的附着。本产品有以下特

点：微蚀孔壁表面以改进后来的化学铜附着,增加催化剂的吸附,促进铜覆盖率的改善。  

  建    浴  
         纯   水    60%（体积比） 

          KD-2052    40% (30-50%) 

          以 100L 做建浴时，先注 50L 纯水入作业槽；再加 40L 的 KD-2052,边搅拌边加入； 

          最后加入纯水调整至 100L 的液面，均匀搅拌。 

  操作条件 
          温  度：   35℃（25-45℃） 

           时  间：   3 分钟（1-5 分钟） 

           加热器：   石英加热器(如在室温下操作时可免加热) 

           槽材质：    使用 PVC 或 P.P 材质之槽材质 

           方  法:     浸渍洗净 

  槽液管理 
          1．操作法 

每处理 1 m2补充 KD-2052 50ml； 

            2、分析法 

槽液当量标准为 0.88N（0.66-1.1） 

依据 KD-2052 分析校正，每提高 0.1N 须补充 KD-2052 45ml/L； 

            3、槽次法 

1L KD-2052 槽液，在处理 20-40m2时，作为基准更新， 

              或当 KD-2052 原液总补充量达到建浴用量 4 倍时，请更新。 
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酸性整孔剂 KD-2053 
前    言 

KD-2053 是一种酸性的除油/整孔剂，能增强多层板之孔壁于化学沉铜工艺之覆盖力，且具有

以下特性及优点：独特的配方无论配套任何之去沾污技术之后，都能发挥其能活化整孔内表

面之超卓能力；增强催化剂在孔壁上的吸附能力，提高至优越的孔壁覆盖及附着力；能除去

板面铜的氧化膜及指纹；溶液控制及保养简单；寿命长，更换次数少。 
建    浴 

纯   水     95%（体积比） 

           KD-2053     4% (3-5%) 

           以 100L 做建浴时，先注 80L 纯水入作业槽；再加 4L 的 KD-2053,边搅拌边加入；最后加入纯

水调整至 100L 的液面，均匀搅拌 

操作条件 
         温  度：   65℃（60-70℃） 
          时  间：   5 分钟（4-6 分钟） 
          加热器：   SUS 加热器、SUS 热交换器 
          槽材质：   SUS 
          摇  摆：   必须 
槽液管理 
         1．操作法 

每处理 1 m2补充 KD-2053 8ml； 

           2、分析法 

药液强度标准为 4%（3-5%） 

依据 KD-2053 分析校正，每提高 1%须补充 10ml/L； 

            3、槽次法 

1L KD-2053 槽液，在处理 7-9m2时，作为基准更新， 

              或当 KD-2053 原液总补充量达到建浴用量 2 倍时，请更新。 
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预活化剂 KD-2061 

前    言 

KD-2061 预活化剂为粉状药剂，可保护活化剂免受污染，并预先活化基材使利于吸收活化剂。 

建    浴 

        纯    水         90%  （体积比） 

KD-2061          220 克/升 

HCL(37%)         5% 

搅拌搅拌溶解后，再加纯水定液位.  

操作条件 

       温    度      室温      

       时    间      1 分       (0.5-1.5) 

       搅    拌      摆动搅拌 

       槽体材质      PVC、PP、HDPE 

       加 热 器      石英或铁氟龙 

槽液管理 

1.操作法 

     每处理 100 米平方,补充 KD-2061 ：2 公斤。补充 HCL(37%)  200ml。 

      2.分析法 

        (1)比重范围 1.120-1.167 

           每提升 0.01，加 KD-2061：16 克/升。 

        (2)铜含量上限 1000 ppm，超过时整槽更换。 

或每升槽液生产 30-40m2 更槽 

        (3)酸度范围 0.4-0.6N 

     每提升 0.1N 加 HCl：8.4mL/L 

3.槽次法 

每升新槽液处理 30-40m2 时，铜含量超过 1 克/升后，即予更新 
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活化剂 KD-2071 

前    言 

KD-2071 活化剂为低酸系列的锡钯胶体，可有效改善粉红圈问题，而超微细的胶体颗粒，使任

何粗糙凹陷的孔壁都得以上镀化学铜。 

建    浴 

        纯    水         90%  （体积比） 

KD-2061          220 克/升 

HCL(37%)         5% 

KD-2071          3% 

     加温，搅拌溶解后再加含 220g/的预浸盐溶液定液位。 

操作条件 

       温    度     40       ℃ （35--45℃） 

       时    间     6 分       (5-7) 

       搅    拌     摆动搅拌 

       槽体材质     PVC、PP、HDPE（金属类材质禁止使用） 

       加 热 器     石英或铁氟龙 

槽液管理 

1.操作法 

     每处理 100 平方米,补充 KD-2061 2Kg；HCL(37%) 100 毫升； KD-2071 650 毫升。 

      2.分析法 

        (1)比重范围 1.120-1.170，每提升 0.01，加 KD-2061：16 克/升。 

(2)槽液强度标准 100%，每提升 10%，加 KD-2071 ：3 毫升/升。 

(3)铜含量上限 3000 ppm 超过时整槽更换。 

3.槽次法 

每升槽液生产 200m2,或铜含量超过 3 克/升后更槽 

 

版本:    1.1 

版本日期:01/05/2007                                                                                                                 *KD-2071*1-1 



深圳市科鼎鑫科技有限公司 
地址:深圳市宝安区沙井街道中心路新福大厦 7层 715、716 

电话: 0755-27257245  27257246  传真: 0755-27257247 
 

第 13 页  

 
加速剂 KD-2083 

前    言 

KD-2083 加速剂可温和的剥除锡壳，使钯金属钯裸露出来，化学铜覆盖完整，背光效果优良。 

建    浴 

         纯   水      87.5%  （体积比） 

KD-2083      10% 

CP 硫酸       2.5% 

操作条件 

        温    度      25      ℃ （20-30℃） 

        时    间      4 分       (3-5) 

        搅    拌      摆动及过滤循环搅拌 

        槽体材质      PVC、PP、HDPE 

        加 热 器      石英或铁氟龙（通常不需） 

    槽液管理 

1.操作法： 

      每处理 100 米平方,补充 KD-2083  1 升，CP 硫酸 0.5 升。 

    2.分析法： 

     (1)槽液强度标准 0.8-1.2N 

        每提升 0.1N，加 KD-2083  10 毫升/升,CP 硫酸 2.5 毫升/升 

     (2)铜含量上限 1 克/升超过时整槽更换。 

3.槽次法： 

每升新槽液处理 8-12m2 时，铜含量超过 1 克/升后，或药水混浊时请换新槽。  
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化学铜 KD-2093 

前    言 
KD-2093 化学铜为两剂型补充薄铜，药液安定性高，镀层颗粒细微，且电镀的被覆盖力优良，

槽液管理简单。 

建    浴 
        纯      水   75%  （体积比） 

KD-2093 M    10% 

KD-2093 A    8% 

KD-2093 B    7% 

注：建浴应先加 M，后加 A，然后再加 B 并以打气搅拌均匀。 

操作条件 
（1）温    度     标准为 250C（20--300C） 

（2）时    间     10-15 分（250C，1-1.5u″/min） 

（3）槽浴负载     标准为 0.4ft2/L(0.2---0.6ft2/L，此面积指 Surface area， 

例如：1ft*1ft 之双面板 Surface area 为 2ft2)。 

（4）摇    动     摇摆与振动有助于孔内药液之流动 

（5）过    滤     镀液经长时间使用时,沉铜终了后请做移槽过滤。(一般每三天一次) 

（6）空气搅拌     搅拌虽对镀液安定性有很大的效果,但长时间进行强烈的空气搅拌, 

 则会使 HCHO 消耗太快,应予补充。 

（7）主成份控制范围       操作范围         最佳范围 

铜含量            1.0-3.3 g/L       1.5-2.5g/L 

NaOH               8-17g/L           8-12g/L 

            游离 HCHO            3-9g/L            4-6g/L 

      （8）原液中各主成分含量 

              KD-2093A   铜 含 量       30g/L     游离 HCHO       60g/L 

              KD-2093B   游离 NaOH      130g/L 

槽液管理 
1． 成份分析与校正：每日应分析铜离子和 NaOH.HCHO 至少二次,并作记录，便于问题处理与添

加校正之依据。 
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2． 例行添加：化学铜应控制主成份有效浓度在 85%以上，先算化铜之消耗量，在槽浴降至约

85%左右，即予例行添加，添加时应先舀出等量槽液，再予添加。 

3． 例行添加实例： 

负    载      0 .4 f t 2 / L (此处面积指 S u r f ace  r e a )  

槽浴温度      2 5 0 C  

析出速率      1 -1 . 5u〞 / m i n  

析出时间      1 0 - 1 5m i n              

补     充        每处理 10m2补加 KD-2093A/B 各 1.4-2 升 

4．槽次法：每升工作液生产 50-60 平米请予以更换. 

长时间停机之处理方法：  

（1）工作终了后将 KD-2093 槽液移槽过滤,使镀液的安定性提高而可长期使用。 

（2）每天或 2-3 日进行一次移槽过滤，槽壁上的铜沉积可以用过硫酸钠蚀去,再以稀硫酸、 

水加以洗净。 

（3）过滤时请使用 10 u〞的聚丙烯袋，作袋式过滤。KD-2093 槽液可进行连续过滤，但是应用袋

式过滤，滤袋也应定期以微蚀液蚀去铜渣。 

（4）停机时间，镀液应防止灰尘进入，应使用可让空气流通的盖子（空气是化铜之安定剂），

停机时应维持较小的空气搅拌（0.005m3/m2,min）。 

使用设备： 

（1）铜槽请使用 Teflon Coating 或聚丙烯等材质。吊具可使用 SUS 或加 PP，Teflon Coating 之材质。 

（2）连续过滤或移槽过滤，请使用袋式过滤法，滤袋以 10μ＂＂
之 PP 材质为佳。 

（3）过滤机应用耐酸碱材质。 

（4）摆动装置摆动幅度约 5cm，摇摆次数每分钟来回 5-10 次最为适当。 

（5）请使用空气搅拌装置。空气的流量以 2 段式为佳。空气量建议为 0.1m3/m2.min(维持安定性用)

与 0.2m3/m2.min(建浴及补充用)较适当。            
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酸性清洁剂 KD-3021 

前   言 

        KD-3021 酸性清洁剂可有效活化小孔内壁,及乳化分散干膜影后残渣(SCUM),并清除影后铜面上有

机杂物，减少二铜污染凹陷。 

建    浴  

        纯   水     90%  （体积比） 

KD-3021     10%   （8-12） 

操作条件 

        温  度      30       (20℃ -40 )      ℃  

        时  间      5 分       (4-6) 

        搅  拌      摆动搅拌 

        槽  体      PVC,PP,HDPE 

        加热器      石英或铁氟龙(通常不需) 

槽液管理 

1.槽次法 

      每公升建浴后新槽液处理 8-12 平方米后,整槽更新. 

2.操作法 

      每处理 1000 平方尺,补充 KD-3021  2-3 升. 

注意事项 

有小孔,残渣(Scum)，或显影不洁困扰时，可提高建浴量至 15%. 
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酸性清洁剂 KD-3023 

前   言 

KD-3023 是专门为 PCB 铜表面预处理而研制的酸性高效浓缩除油剂，可作为内层、干膜工艺的

前处理，它能有效去除铜表面的氧化物、油脂、指印，发挥最大的清洁功能，确保微蚀均匀。

它具有以下特性： 

1、去除铜表面的氧化物、油脂、指印、及氧化铜，保证铜面的完全覆盖； 

2、低表面残留，容易漂洗； 

3、可靠的清洁功效可在室温下操作。 

建    浴  

        纯   水     90%  （体积比） 

KD-3023     10%   （8-12） 

操作条件 

        温  度      40       (30℃ -45 )      ℃  

        时  间      4 分       (3-5)         浸泡 

                    30 秒     （20-40）     喷淋 

        搅  拌      摆动搅拌 

        槽  体      PVC、PP 

        加热器      石英、钛管或不锈钢 

        过  滤      5-10u 棉芯过滤 

槽液管理 

1、槽次法 

        每公升建浴后新槽液处理 20-40 平方米后或槽液中铜离子大于 2g/L 时，整槽更换。 

2、操作法 

        每处理 1000 平方尺,补充 KD-3023  1-2 升. 

3、分析法 

         槽液酸度范围 0.8-1.2N，每提升 0.1N 补加 KD-3023 10ml/L 

版本：1.1 

版本日期﹕01/05/2007                                                                                                        #KD-3023*1-1# 



深圳市科鼎鑫科技有限公司 
地址:深圳市宝安区沙井街道中心路新福大厦 7层 715、716 

电话: 0755-27257245  27257246  传真: 0755-27257247 
 

第 18 页  

 
铜光泽剂 KD-3030 

前   言 

         KD-3030 专用于电路板的酸性电镀铜制程，具有优异的分布能力及平整性,适于高纵横比板电镀

使用，此外，对杂质污染容忍性大为其另一特色。 

镀液组成                 最  适   值                范围 

纯       水           50%  （体积比） 

硫  酸  铜            75 克/升                    60-90 克/升 

硫酸（98%）           10%                          9-12% 

氯   离  子           50ppm                       40-80ppm 

铜光泽剂 KD-3030M       5 毫升/升                     

操作条件 

        温    度         22        (18℃ -26 )      ℃  

        电流密度      2.0ASD    (1.5-4 ASD) 

        阳    极      含磷 0.04-0.06%之高铜阳极 

      阴阳极面积比       1：2    (1：1.5－1：2.5) 

        搅    拌         摆动、过滤循环及无油无尘的空气搅拌 

 槽液管理 

1、操作补充法： 

       在 24℃下，每处理 1000 安培补充 KD-3030  160 毫升。 

        2、分析法： 

（1）添加剂以哈氏槽实验或 CVS 分析后添加校正。 

（2）其它含量，依分析添加。 
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铜光泽剂 KD-3032 

前    言 

KD-3032 铜光泽剂专用于电路板的酸性电镀铜制程，具优异的巨观分布力使高纵比板安全无

忧，而优越的微观分布力-平整性使镀层平滑克服孔壁凹陷粗糙。 

镀液组成               最  适   值           范围 

         纯       水         50%  （体积比） 

硫  酸  铜          75 克/升              60-100 

硫酸（98%）         10%                  9-12 

氯   离   子         50ppm               40-100 

铜光泽剂 KD-3032      5 毫升/升            3-5 

操作条件 

        温        度       25                 ℃ （15-35） 

        电 流 密  度       2 安培/平方分米      (1- 4) 

        阳        极       含磷 0.04-0.06%之高磷铜阳极 

        阴阳极面积比       1：2              （1：1.5-1：2.5） 

        搅        拌       摆动，过滤循环，及无油无尘的空气搅拌 

        过        滤       连续过滤 

 槽液管理 

1.操作法 

     在 18℃下，每操作 1000 安培小时，补充 KD-3032 180-220 毫升。 

       2.分析法 

（1）光泽剂以哈氏槽实验或 CVS 分析后添加校正。 

（2）其它含量，依分析添加 
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纯锡光剂 KD-3041                 

前    言 

KD-3041 为硫酸系统之纯锡镀液，其镀层均匀细致，分布力良好，操作管理容易并无氟铅之污

染问题并大大节省剥锡药水及效率。 

建    浴                   最适值           范围 

         硫酸亚锡                30 克/升          25-35 

        硫酸（CP Grade ,98%）   180 克/升         160-220         

KD-3041（干膜）        40 毫升/升         20-40 

KD-3041（湿膜）        20 毫升/升         15-25 

操作条件 

        温度                20                    ℃ （15-25） 

        时间                10 分                   （8-12） 

        电流密度            1.5 安培/平方分米       (0.5-2) 

        阴阳极面积比        1：2               

        阳极                纯锡球或棒 

        阳极挂篮            锆篮 

        阳极袋              聚丙烯阳极袋 

过滤               过滤循环 3-4MTO/Hr（滤材：PP5-10μ） 

搅拌               摆动及过滤循环（滤材：PP5-10μ） 

        泠却                铁氟龙 

镀液管理 

1.操作法：每操作 1000 安培小时，补充 KD-3041  150-250 毫升。 

          2.分析添加法：添加剂以哈氏槽实验添加 KD-3041；其它含量，依分析添加。 

          3.活性碳处理：每 1 升工作液处理 500 安培小时后,请进行活性碳处理及四价锡沉降处理。 

注意事项 

          1.金属污染时作 0.5ASD 之弱电解。 

2.有机污染时以活性炭处理。 
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纯锡光剂 KD-3042 

前    言 
KD-3042 为无光泽硫酸亚锡系统之纯锡镀液，其镀层外观平滑,无针孔，分布力良好，操作管理

容易并无氟铅之污染问题并大大节省剥锡药水及效率。广泛的应用在印制电路板、电子组件及其它

各种零件的生产制程。 

建    浴 
   最适值              范   围 

      硫酸亚锡                    25 克/升              20-30 
      硫酸（CP Grade ,98%）       100 毫升/升            90-120 

KD-3042 干膜                30 毫升/升             20-40 
KD-3042 湿膜                  15 毫升/升            10-20 

操作条件 
温度              20                  ℃ （15-25） 

    时间              8 分                  （8-12） 
    电流密度         1.5 安培/平方分米       (1-2) 
    阴阳极面积比     1：2               
    阳极             纯锡球或锡条 
    阳极挂篮         锆篮 
    阳极袋           聚丙烯阳极袋 
    过滤             过滤循环 3-4MTO/Hr（滤材：PP5-10μ） 
    摇摆             4-6ft/min、摆幅 2-4inch 
    泠却             铁氟龙 

镀液管理 

1.操作法：每操作 1000 安培小时，补充 KD-3042  150-250 毫升。 

          2.分析添加法：添加剂以哈氏槽实验添加 KD-3042；其它含量，依分析添加。 

          3.活性碳处理：每 1 升工作液处理 500 安培小时后,请进行活性碳处理及四价锡沉降处理。 
注意事项 
1.金属污染时作 0.5ASD 之弱电解。 
2.有机污染时以活性炭处理。 
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半光镍 KD-5022 
前    言 

KD-5022 镍光泽剂专用为减低硫酸镍或氨基磺酸镍电镀溶液内应力而设计的单一添加剂，电镀

层具有良好的延展性及轻微的填平性。可使用于挂镀、滚镀及高速电镀电子配件方面。如电路

板、电铸及接收器。镍镀层对其后的电金覆盖亦有优良的接受力、良好的可焊性。镀液抗油墨

污染强，镀液稳定，碳处理周期长。  

镀液组成              硫酸镍浴              氨基磺酸镍浴 

 镍离子            85-95 克/升             65-75 克/升 

         硫酸镍            300-375 克/升          

         氨基磺酸镍                               360-420 毫升/升   （260-380 克/升） 

氯化镍            35-50 克/升             10-20 克/升 

硼酸              40 克/升                40-45 克/升 

 KD-5022A         15 毫升/升               5 毫升/升 

         KD-5022W        0.5-1 毫升/升            0.5-1 毫升/升                    

操作条件 
         温度          55         ℃         （50-60℃） 

         PH 值         4.2                  （3.8-4.5） 

        电流密度      2 安培/平方分米       (0.5-6) 

        阳极          必须使用纯度高于 99.9%的镍阳极.           

        搅拌          摆动，过滤循环，及无油无尘的空气搅拌。 

        加热器        石英，不锈钢或铁氟龙 

槽液管理 
        1.操作法：每操作 1000 安培小时补充 KD-5022A   250 毫升，KD-5022W   25 毫升。 

        2.分析法 

（1）光泽剂以哈氏槽实验或 CVS 分析后添加校正。 

（2）其它含量，依分析添加。 

3.PH 值 

     调高 PH 值加纯碳酸镍，降低 PH 值加氨基磺酸（氨基磺酸镍液）或 10%纯硫酸（硫酸镍液） 
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注意事项 

1. 推荐采用氨基磺酸镍，比重 1.54，镍含量 180 克/升,氨基磺酸镍含量为 770 克/升。 

2. 定期之成分分析，特别是氯离子及硼酸，以及金属污染，会有助于正确操作。 

3. 有针孔发生时，可添加润湿剂 KD-5022W  0.5 毫升/升。但应避免添加过量，以免镍层的钝化。 

4. 当需要比 KD-5022A 光泽剂镀层更光亮的镀层时，镀镍增光剂 KD-5022B 可作为二级光剂使用，以

增加镀液的填平能力。其添加量为 0.05-0.3ml/L，切勿超过 0.3 ml/L 的份量，因为过量会减低镀层

之延展性。 

5. 当需要提高镀液抗杂质、抗污染能力以提高低电位光亮度时，镀镍走位剂 KD-5022LB 可提高镀

液走位能力、抗污染能力，其添加量为 0.05-0.3ml/L。 

6. 当应用于有机抗电镀油墨之电路板，应定时用 3-5g/L 活性炭处理镀液之有机污染。经处理后之

镀液须补充约 35％镀镍光泽剂 KD-5022A 和镀镍湿润剂 KD-5022W。经炭芯过滤及低电流假镀可防

止污染及保持优良电镀特性。 
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软 金 KD-5031 
前   言 

KD-5031 软金属专用于印刷电路板打线（BONDING）用镀金工程。超纯度镀金，以中性浴析镀，

可得极低内应力之镀层，对镍污染容忍度高，操作容易，药液稳定等为其特色。 

镀液组成                                    

         KD-5031M 软金建浴剂       100%(V/V)              

         KD-5031S 软金添加剂       2.2 毫升/每克金盐 

金盐（68%）              1.0 克/升        

操作条件 

         缓冲盐        120g/l               105-160 

比重          1.08 以上             1.08-1.25 

         温度          50                  ℃ （40-60） 

   PH 值         5.8                   （5-6.8） 

        电流密度       0.5 安培/平方分米     （0.3-1.0） 

        阴阳极面积比   1：1               

        搅拌          摆动，过滤循环 

        加热器        石英或铁氟龙 

槽液管理 

1.操作法：每操作 3000 安培分钟，补充金盐 100 克，KD-5031S 软金添加剂 200 毫升及 KD-5031B

软金缓冲盐 5 磅。 

2.分析法 

（1）金盐含量：每加金盐 100 克，加 KD-5031S 软金添加剂 200 毫升。 

（2）缓冲盐：依分析添加软金缓冲盐 KD-5031B 

（3）PH：每提升 PH 0.1，加试药级氢氧化钾 1.5 克/升。 

             每降低 PH 0.1，加软金 PH 调整盐 KD-5031A  4.5 克/升。 

（4）比重：每提高比重 0.01，加软金缓冲盐 KD-5031B  15 克/升。比重控制在 1.10 较佳。 

注意事项 

1.KD-5031 软金前宜加预活化槽在室温下浸 5-30 秒即可，建浴时用 KD-5031B 软金缓冲盐 

50 克/升（20-180） 

2.当预活化槽变绿时，即予以更新。 
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镀金钴 KD-5035 

前    言 
KD-5035 镀金钴工艺是为线路板及电子组件等而设计， 镀液金含量低，带出损耗少，镀层硬度高，

颜色均匀光亮，焊锡性佳。 

建    浴 
   氰化金钾(68.3%)                 5.9g/L 
镀金开缸剂 KD-5035M               1000ml/L 

操作条件 
参数          范    围               最佳值 

     金属金        2.0-6.0g/L               4 g/L 
     金属钴        0.3-1.5g/L               1.0 g/L 
     比重          10-12 波美              11 波美 
     温度          40-50                  45℃ ℃ 
     PH 值         3.5-4.2                  4 
     阴极电流密度  0.3-1.5A/dm2             0.5 A/dm2   
     阳极电流密度  0.1-0.3A/dm2             0.2 A/dm2     
     阳极          铂金钛网或 316 不锈钢 
     阴极效率      30 毫克/安培分钟(0.5A/dm2)  
     电镀效率      0.15 微米/分钟      
     纯度          99.75% 
     过滤          连续过滤并每小时最少四次缸循环 
     搅拌          阴极摇摆(5-6 米/分钟) 
     镀槽材料      PP 
     加热器        浸入式石英电热笔连恒温控制 
 

槽液管理   
1.操作法 

操作 1340 安培分钟，须添加 100 克  氰化金钾(68.3%)1 支 KD-5035S 补充剂(100 毫升) 
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酸性清洁剂 KD-6021 

前    言 

          酸性清洁剂 KD-6021 ﹐可去除铜表面之轻度油脂及氧化物 以使铜表面活化，形成最适合于 

微蚀的表面状态且该清洁剂具有不伤绿油、易水洗的特性。 

建    浴 

纯水     ：  90% 

KD-6021 ：  100ml/L     

操作条件 

    温  度：  500C           (40 - 600C)   

    时  间：  5min           (4 - 6min) 

    搅  拌：  摇动或搅拌,0.5-1m/min。 

循  环：  5um 棉芯，循环量 3-5Turn Over/Hour 

    镀  槽：  使用 PVC 内衬 SUS-316 或 P.P 槽。 

    加热器：  石英或涂铁氟龙加热器。 

    水  洗：  三段水洗，第一段最好使用 40-500C 温水第二、三段溢流水洗。 

槽液管理  

1． 每 m2板面积添加 20-30ml  KD-6021。 

        2． 每 1L 槽液处理 10m2 板面积换槽     

注    意 

          KD- 6021 为酸性的液体，使用时请特别注意不要溅到身体或眼睛上。 
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调整盐 KD-6022 

前    言 

建浴调整盐是 KD-6022 之专用预浸剂。能提高活化槽的安定性及工作液寿命，使活化槽得以很好的

保护。 

建    浴 

     纯    水       

     KD-6022       30g/L (24-36g/L) 

操作条件 

温  度 :   27     ℃ （25 ~ 30℃）   

时  间 :   60sec     (30-120sec) 

加热器 :   Teflon 热交换器或石英加热器 

搅  拌 :   阴极摇摆 (0.5-1.3 m/min) 

槽  体：   HTPVC   PP 材料 

PH 值 :    2.75±0.25(以 PH 调整盐调整, 每次分析槽浴时执行) 

PH 调整方法: 建浴后之 PH 通常较标准值高，所以须要调整；若建浴后之 PH=4.8 时，则需添

加 PH 调整盐调整之，添加量经验如下，尽供参考: 

                    a.若调整 PH=3.0 时，加入 0.11g/L. 

b.若调整 PH=2.0 时，加入 0.19g/L. 

槽液管理   

1. 更新方法: KD-6023 更新时, 同时更新 KD-6022 

2．添加标准:每 M2 板面积以 6g/L   KD-6022 补充校正时以分析为准. 
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新型活化剂 KD-6023 
前    言 

KD-6023 是为了在细线路板的铜面上实施无电解镍的新型活化剂，仅仅在铜面上进行置换反应得到

良好的活化铜面，使化学镍反应迅速进行，KD-6023 在树脂及绿油上无残留，能较好地防止化学镍过

程中产生的漏镀和渗镀之不良缺陷。 

建    浴 

KD-6022   30g/L    （24-36 g/L） 
KD-6023   65ml/L   （50-80 ml/L）   

 

操作条件 

温    度：   28        ℃ （25 ~ 30℃）   

时    间：   1 ~ 5 分钟 (需依板子类别与状况调整时间) 

机械摆动：   需要摇摆 (0.5-1.0m/min) 

过    滤：   小于 5μm 孔径滤心，循环量 3-5Turn Over/Hour 

槽    体：    HTPVC   PP 材料 

PH   值：    2.75±0.25(以 PH 调整盐调整, 每次分析槽浴时执行) 

. 

槽液管理   
更新方法:  当铜浓度 100mg/L 以上或 KD-6023 补充量到 1.5-2MTO 时,请更新. 

钯之补充:  依 AA 分析结果补充,每提高 1PPM 钯浓度添加 KD-6023    2ml/L. 

固定添加: 钯建浴浓度依试车调整后决定之，一般为 20-40ppm 添加约 15-20ml/ m2. 
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钯活化剂 KD-6033 

前     言   

KD-6033 是为了在细线路板的铜面上实施无电解镍的新型活化剂，仅仅在铜面上进行置换反应

得到良好的活化铜面，使化学镍反应迅速进行。KD-6033 在树脂及绿油上无残留，能较好地防

止化学镍过程中产生的漏镀和渗镀之不良缺陷。 

建    浴   

KD-6033：   100ml/L  

操作条件  

 温    度 ：   25  ℃ （20 ～ 30℃、温控必需）   

   时    间 ：   3 ～ 6 分钟 (具体时间依实际状况而定) 

   机械摆动 ：   阴极摇摆 (0.5-1 m/min) 

   过    滤 ：   1μm 孔径滤心，循环量 3-5Turn Over/Hour 

槽    体 ：   HTPVC、PP 材料 

更新方法 :    当铜浓度 100mg/L 以上或 KD-6033 的添加量为 1.5-2.0 MTO 时,请换缸. 

槽液管理 

钯之补充:   依 AA 分析结果补充, 控制范围一般为 14-22ppm.每提高 1PPM 钯浓度添加 KD-6033   

6ml/L. 

固定添加:   每处理 10M2 的板面积添加活化剂 KD-6033  200-300ml 

        硝槽程序：  1、加入 30%-40%（W/W）硝酸，（不可使用硝过镍槽的硝酸液）。 

                    2、启动 Pump 循环 2 小时以上，或直到槽壁灰黑色沉积物完全去除为止（如有必

要可加热至 40-50℃）。 

                    3、将硝酸液全部排出，加入水并循环 10-20 分钟后排出，至少两次。 

4、加入纯水，循环 10-20 分钟后，并用 PH 试纸确认 PH=4.5 以上排出。 

 

、 
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化学镍 KD-6024 

前    言 

KD-6024 是一种化学镍磷合金镀液，具有良好的启镀力及优异的浴安定性，镀层皮膜磷含量稳

定，结晶致密而且耐蚀性优良。内部张力低，外观良好，配合自动添加器及析出防止装置的使

用，可以得到一定的析出速度及均一之镀层，有利于自动化生产。满足客户在焊锡性、打线性

能、低表面电阻等多项功能要求。 

建    浴 

KD-6024M   ：  150 ml / L 

KD-6024A   ：  45ml / L 

KD-6024D   ：  4ml / L  

操作条件 

温    度   ：  80  (78 ℃ ～84 )℃ 。 

PH    值   ：  4.6   ( 4.5 ～ 4.8 ) 

时    间   ：  20 分钟 ( 3um)≧ 。 

槽 材 质   ：  SUS 316  /  PP 材质。 

加 热 器   ：  石英或铁氟龙加热器或水浴法间接加热。 

过    滤   ：  5 µm  PP 滤心，10～12 turn over / hr 溢流过滤。  

搅    拌   ：  气缸振动或上下机械摆动。 

水    洗   ：  2 段水洗。 

沉积速度   :   10～12 µm / Hr。 

镀层磷含量 :   6% ～ 8%。 

槽液管理 

1) 固定添加：依实际析镀之有效面积及平均析出速度计算镍之析出克数。 

每析出 1 g 镍添加  KD-6024A   10  ml 

KD-6024B   10  ml  
KD-6024C   10  ml 
KD-6024D   4   ml    
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2) 分析校正：依照 “化学镍 KD-6024 分析方法”分析校正 

3) 换槽标准：KD-6024A : 3-4MTO 换槽 

4）Ni 含量和 pH 值控制：Ni 含量控制在 4.5-5.0g/L，镍浓度过高，就会生成氢氧化镍， 

而产生白浊现象；反之镍浓度过低，析镀速度就会慢慢减缓，镍浓度低于 4.5g/L 时， 

添加时应在空气搅拌下，少量多次慢慢添加。 

5) 自动上升管理：化学镀镍槽的 Ni 含量，随着反应的进行应将 Ni 含量逐渐提高，以维持析出

速度及稳定的磷含量，以确保镀层品质。 

 

6)  pH 值控制： ．升高 pH 值 --- 以化学纯 NaOH(10%) 溶液调整 

．降低 pH 值 --- 以 10 % 的 H2SO4 溶液调整 

．ＰH 值控制在 4.5-4.8。 

【注意】 Ni 含量和 pH 值的分析与控制可采用自动控制器管理。   

KD-6024 添加控制 

1) 每消耗 0.1 g/ L 的镍，应补充 KD-6024A/B/C/D 添加量为 A:B:C :D = 1:1:1:0.4(or0.5)(ml /L )。 

2) 注意避免 KD-6024A 与 KD-6024C 浴外混合。 

3) 槽浴中 NaH2PO2 会因长时间停机分解而逐渐降低，请依照(学镍 KD-6024 分析方法)校正。 

4) 补充液应不时地小量逐次添加，如果添加大量体积(5ml/L 或更多),导致不良或析镀反应的   

终止，同时会导致镀层皮膜磷含量不稳定。当 Ni 含量每降 0.1g/L 时，应补充药液。 

5) 使用自动添加器时，每降低 Ni 含量 0.1g/L 时，自动补充。 

6) 补充液应加在搅拌点附近，这样可提高槽液的稳定性。 
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化学薄金 KD-6025 
前    言  

KD-6025 是为有利于 SMT 与芯片封装而特别设计的置换型化学浸金，因此在浸金之前，在基材

上实行充分的镍沉积是必需的(4μm 以上为佳)。为此目的，我们建议用 KD-6024 系列作为化学镍

的溶液。 

建    浴 

KD-6025 ：  200 ml/L(160-240ml/L) 

Au+         ：   1.0g/L (0.8-2.0 g/L) 

操作条件 

温  度   ：  85  (84 ℃ ～88 )℃  

时  间   ：  7 分钟 (5 ～12 分钟) 

槽材质   ：  PP 槽或 FRP 槽 

加热器   ：  PTFE 热交换器或石英加热器 

过  滤   ：  5 ～ 10 μm PP 滤心， 3 ～ 5 turn-over / hr    

搅  拌   ：  过滤循环 

水  洗   ：  2 段水洗   

其  他   ：  PH 值 4.5 ～ 6.0 (标准 :4.6，以 C.P 氨水或柠檬酸调整 pH 值高低) 

槽液管理  

1) 固定添加：每添加 10g 金（即 14.7g 金盐）需同时添加 KD-6025 约 250 ～300 ml                      

2) 分析校正：依照 “ 化学金 KD-6025 分析方法 “ 分析错合剂，校正添加。 

3) 换槽标准：镍含量超过 800 ppm 或铜含量超过 5 ppm ,请换槽。 

4）金的浓度：金浓度测定用原子吸收光谱法，调整金浓度在 0.8 ～2.0g/L。 

5）PH 值的控制溶液 PH 值以氨水（稀释倍率）或 10% 柠檬酸溶液调整为 4.6。 

6）如果槽液超过 3 天没生产，使用前应加热至操作温度，并循环过滤 4 T.O .以上才可生产。 

7）镀金槽浴应以 DI 水配槽 

8）对选择性析镀之干膜板，应例行作活性碳处理，以确保镀层之焊锡性及其它功能。 
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活化抑制剂 KD-6045 
前    言  

无电镍金制程在印刷线路板业界已十分普遍，而成为标准制程，部从含 NON-PTH 孔的印刷电路

板，虽然经过 PTH 后之多项流程，孔内树脂所吸附之 Pd 胶体仍残留在孔壁，其经无电镍制程时，依其

残留 Pd 胶体之多寡而会产生些许镍金沉积，造成产品缺点尤其是某些钻孔不良的 NON-PTH 孔或吸附力

强劲又较耐酸之 Pd 胶体，情况特别明显。 

上述之缺失以氯化铜蚀铜液进行蚀铜之正片制程或钻二次孔流程可有效改良一些缺失，但上述二

制程在某些地区并不普遍。 

      钯抑制剂 KD-6045 提供业者另一种改良措施，应用在剥锡铅前，可明显抑制孔内残留 Pd 或 Pd 胶

体，降低 NON-PTH 孔沉积镍金之缺点。 

建    浴 

KD-6045 ：  80ml/L(60-100ml/L) 

操作条件 

处理温度   ：  25  (20 ℃ ~30 )℃  

浸泡时间   ：  2 分钟 (1~3 分钟) 

喷洒时间 ：   20 秒（15~25 秒） 

槽液管理  

补充标准：每 1m2补充 20-40cc,补充达 ITURN OVER 换槽。 

注意事项及应用流程 

  活化抑制 KD-6045 为有机类产品，具强烈臭味，使用请戴口罩及手套，以避免臭味。活化抑制剂

KD-6045 具特殊官能基，槽液对废水处理之重金属沉淀有相当帮助，废液可直接与废水原液混合加入（使

用流程如下）： 

          ↓KD-6045 

废水处理               搅拌（10-15 分）              传统沉降流程或含 FeCl3 之沉淀流程。 

           PH 3-10                       

  应用流程：碱性蚀刻或酸性蚀刻→水洗→抑制剂 KD-6045→水洗→剥锡铅 OR 剥 D/F。 
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消泡剂 KD-8020 

产品简介 

        KD-8020 是一种高浓度非矽消泡剂,具有优良的消泡能力及防止泡沫产生之功效.且水溶性良好,

乃专为 PCB 制程所设计、可广泛应用于脱膜、显影与废水处理之流程。本品不含有机溶剂，不

会侵蚀设备。 

产品特点 

1. ﹔消泡速度快  

2. ﹐ ﹐ ﹐ ﹔超高浓度 低消耗量 稳定性高 不易分解  

3. ﹐ ﹔水洗性优良 不会残留在板面上而造成针孔或粗糙等现象  

4. ﹔不攻击干膜而造成渗镀  

5. 操作条件广，酸碱均可使用。 

产品特征 

    1.外 观       无色微粘稠液体 

    2.PH 值       7.00±0.5 

    3.比 重       0.95±0.05 

    4.稀释剂      水 

使用方法 

    1.浓度范围      0.3ml/L-1.0ml/L 

2.添加量        根据机种及药液性质而确定添加量 

    3.补充量        使用时先用等量的水稀释后补加,或直接添加 

4.如有少量分层，可摇匀后再添加，但并不影响效果。 

产品包装 

   4Lit/TK 或 20Lit/TK 

安全措施 

   本品不可食用,用时戴胶手套,如溅到皮肤或眼睛,用干布擦拭后冲洗,严重者就医. 
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消泡剂 KD-8021 

产品简介 

        8021 ﹐为一种高浓度防泡沫添加剂 应用于退膜和显影等多方面此消泡剂不含硅化合物或有机

﹐ ﹐溶剂 所以不会腐蚀机械 除 PCB ﹐流程应用外 也适合于废水处理系统使用。 

产品特点 

1. 消泡速度快; 

2. 超高浓度,低消耗量,稳定性高,不易分解; 

3. 水洗性好，不会残留在板面上，造成针孔； 

4. 不会攻击干膜造成渗镀，不会影响焊锡性； 

5. 操作范围广，酸碱均可适用。 

产品特征 

    1.外 观       淡黄色或乳白色液体 

    2.PH 值       7.00±1.05 

    3.比 重       1.03±0.05 

    4.稀释剂      水 

使用方法 

    1.浓度范围      0.5ml/L-2ml/L 

    2.开缸量        0.5ml/L-1ml/L 

    3.补充量        依机种及药水性质而定 

    4. ﹐使用前必须搅拌均匀 使药液充分乳化。 

    5. ﹐不可食用 操作时需戴安全手套。 
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清槽剂（加强型）KD-8042 

产品特性  
目前碳酸钠（纯碱）广泛使用于干膜、绿漆显影去膜制程，由于槽液含有大量碳酸根当其结合水

中钙镁离子后便产生固体沉淀，此白色沉淀不仅附着在槽壁，同时亦阻塞管路与喷嘴，容易造成

显影不良等后遗症，严重者将破坏设备降低设备寿命。 
显影去膜设备清洗剂针对上述制程困扰而研发，能有效清除沉淀固体并可溶解干膜、绿漆去膜槽

中的油性物质，定期清槽可有效确保生产品质和延长设备寿命。 

建浴方法  
 KD-8042：  20-50% 

清   水：  至液位 

清槽步骤： 

1、将工作槽液完全排放,倒入清水循环 10min 然后排放。 

2、倒入 KD-8042（30%），清洗 2-4 小时。（依沉淀物多少而定） 

    注意：循环 1 小时后，请取出过滤机棉蕊避免堵塞。 

3、排放槽液，以清水循环 10 分钟即可。（反复 2 次） 

4、然后用 1%NaCO3 溶液循环 5min 即可。 
操作条件  

温       度：    常  温 
浓       度：    20-50% 

时       间：    2-4 小时（视沉淀物多少而定） 

产品特性  
外       观：无色或淡黄色液体 

    比       重：1.05-1.20 

    PH       值：<1 

    闪  火   点：不可燃 

产品包装：20LIT/TK 
安全防护： 
     本产品为腐蚀性物质，操作时应戴防腐手套和面具。如皮肤衣物不慎碰触应以清水冲洗，眼睛碰

触或食入应以清水冲洗后立刻就医。 
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化学再生剂 KD-8061 

产品简介 

KD-8061 是种化学再生剂，用于氯化铜蚀刻中将氯化亚铜氧化成氯化铜。KD-8061 能取代双氧水在

大多数的氯化铜蚀刻上，而且较双氧水安全，设计上能使用 Vis-U-Etch5 氯化铜蚀刻控制系统。 

产品特性 

1． 取代双氧水（安全性与稳定性提高） 

2． 可使用简单的侦测控制系统自动控制 

3． 操作成本比双氧水便宜 

4． 侧蚀低 

5． 环保减废 

设备材质 

材    质：   工程塑胶或塑胶钢 

加 热 器：   石英或钛的加热管 

冰 水 机：   建议使用 

冷 却 管：   钛冷却管或塑胶冷却管 

抽    风：   使用风量 100—500CFM 的抽风机，并于管路中加装风量调整档板。 

操作条件 

1. 槽液控制： 

控 制 系 统 （Vis-U-Etch5） （一般 ORP SYS） 

项       目 操 作 范 围 操 作 范 围 

铜  含   量 220-270 g/L 140-180 g/L 

酸       度 0.2N 1.5-2.5N 

氧化还原电位（O.R.P.） 550-650mv 500-550mv 

温       度 48-55℃ 48-55℃ 

2. 添加方式： 

建议使用 Vis-U-Etch5 自动添加补充,或一般 ORP 控制系统。 
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再生剂（KD-8061）与 H2O2 之比较 

项   目 KD-8061 KD-8061 H2O2 

Cu2+ 210-250 g/L 140-180 g/L 120-140 g/L 

H+ ＜0.2N 1.5-2.5N 2.5-3.5N 

S.G 1.40-1.45 1.28-1.32 1.23-1.28 

ORP 560-650mv 450-550mv 500-550mv 

侧蚀因子 4-6 3-5 2-2.5 

控制器 Vis-U-Etch5(比色法) 一般控制系统 一般控制系统 

结  论： 

1、KD-8061 化学再生剂为近中性物质,安全性高,可提升操作及环境之安全度，且易储存，不同于

双氧水易分解、不稳定且危险性高。 

2、 KD-8061 系统所产之废液铜含量高，可使废液回收之附加价值提高许多，和双氧水系统比较

起来，每公升废液至少可提高 15g 的铜含量。 

3、 KD-8061 系统总成本比双氧水系统节省约 10-20%。 

4、KD-8061 系统稳定度之控制及管理均优于双氧水系统。 
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微蚀剂 KD-8091 

前  言 

KD-8091 是专为处理印刷电路板的铜箔表面而开发的硫酸过氧化氢系的微蚀剂。 

特  长 

(1) 经微蚀处理的铜箔表面，纹路细小而均匀，显得很美观。 

(2) 微蚀速度快，可以提高生产效率。 

(3) 微蚀速度因成分变化而引起的变化不大，容易保持处理条件的均一化。 

(4) 微蚀处理后的洗净性，也非常优异。 

设备要求 

1. 槽体           PE, PP 或硬质 PVC (金属材质为 SUS316) 

2. 抽风           需要 

3. 加热器         石英, 铁氟龙，SUS316 

4. 过滤           需要(建议 10µm 滤蕊过滤) 

5. 搅伴           机械搅拌 

6. 冷却系统       建议使用控制温度系统 

使用方法 

建浴    依每条线的情况(喷压及处理时间)不同来调整 KD-8091 和 H2O2的浓度 

以下为微蚀量在(40～80μ”)不同条件下的建浴标准： 

1.若喷压在 1.5 kg/㎝ 2 ,处理时间(45～60 秒)，温度 30℃时。 

 KD-8091：  20% (by v/v) 

 50%H2O2 :   2% (by v/v) 

       纯水 :   78% (by v/v)  

       控制范围：H2SO4 (25～45 g/L)  H2O2(5～25 g/L) 

2.若喷压在 1.5 kg/㎝ 2 ,处理时间(30~45 秒)，温度 30℃时。 
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KD-8091： 25% (by v/v) 

50%H2O2 :  2.8% (by v/v) 

      纯水  :  72.2% (by v/v) 

 控制范围：H2SO4 (30~50 g/L)  H2O2(10~30 g/L)   

3. 若喷压在 1.5 kg/㎝ 2 ,处理时间(15~30 秒)，温度 30℃时。 

KD-8091： 35% (by v/v) 

50%H2O2 :  4% (by v/v) 

      纯水  :  61% (by v/v)           

控制范围：H2SO4 (40~80 g/L)  H2O2(15~35 g/L) 

备  注：以下为浸泡时间，处理时间一分钟，不同条件下的微蚀量 

    1、温度 30℃时 

KD-8091：35%(by v/v) 

50%H2O2：4%（by v/v） 

纯水：61%（by v/v） 

微蚀量：30-60μ” 

控制范围：H2SO4(40-80g/L)  H2O2(15-35 g/L) 

   2、温度 30℃时 

KD-8091：50(by v/v) 

50%H2O2：6%（by v/v） 

纯   水：44%（by v/v） 

微蚀量： 40-80μ” 

控制范围：H2SO4(60-90g/L)  H2O2(25-50 g/L) 

3、温度 30℃时 

KD-8091：75%(by v/v) 

50%H2O2：7%（by v/v） 

纯   水：18%（by v/v） 

微蚀量： 60-100μ” 
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控制范围：H2SO4(90-130g/L)  H2O2(30-55 g/L) 

4、温度 30℃时 

KD-8091：92%(by v/v) 

50%H2O2：8%（by v/v） 

微蚀量： 80-120μ” 

控制范围：H2SO4(100-150g/L)  H2O2(35-60 g/L) 

废液处理方法 

    使用氢氧化钠水溶液将废液中和至 PH8-8.5,使氢氧化铜沉淀分离。进一步做符合于排放基准的处理

后、再排放。 

注意事项： 

（1） KD-8091 的酸性极强，若沾上皮肤，难免引起灼伤，所以在操作时，请戴上护目镜、防护

手套等防护具。如果沾上皮肤，应彻底冲洗。如果溅入眼睛则应立即用流水充分冲洗，并

接受医生诊治。 

（2） KD-8091 中若有金属、有机溶剂混入，将促进过氧化氢的分解，导致槽液的劣化。请注意

避免。 

（3） KD-8091 中若有卤素离子（尤其是氯离子）混入，将导致微蚀速度降低。因此应绝对避免

自来水的混入。 

（4） 连续处理大量基板时，液温将会上升，所以最好在微蚀处理槽内安装冷却装置，以便管理

液温。 

（5） 使用 KD-8091 时，难免产生因化学反应而来的异味，所以务请安装排气设备。 

（6） KD-8091 虽然不具闪火性，但环境温度如果太高，则容易引起药液劣化，所以仍应保管于

冷处。 

（7） KD-8091 乃多于医药用外剧物，其操作与贮藏均应依据有关规定进行之。 
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